
Microwave Office 设计套件是业界成长最快的射频/微波设计

平台。该套件可对所有微波/射频相关产品进行设计和开发，

包括多层印制电路板（PCB）、单片微波集成电路（MMIC）、

低温共烧陶瓷（LTCC）、混合微波集成电路（MIC）、射频集成

芯片（RFIC）、混合信号或高速数字信号的信号完整性 (SI) 分析。

该套件基于统一的设计平台，实现了精度和速度的最

优化，并提供前所未有的开放性和交互性，不仅易

于使用，还能在设计过程的各个阶段整合业界一流的

工具。该套件提供全面的微波／射频设计和分析功

能，拥有先进的仿真技术，强大的自动电路提取技术，

整合多种仿真工具，具有方便的参数优化调谐功能。

Microwave Office 旨在帮助设计人员提高效率，缩短

设计周期，并加速射频／微波产品上市。
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Windows 化的用户接口，简洁友好的界面

基于统一数据库（UDM）的并行设计流程

多重 PDK 技术，逼近现实的 Layout 建模，同时分析和设计 IC、封装、

模块和 PCB

APLAC 谐波平衡和时域仿真器，求解大尺度和非线性度极高的

PCB 设计

自动电路抽取技术（ACE），解决了复杂互连模型的电路抽取

智能 iNets 技术自动完成互连网络的精确建模和分析

Axiem 三维平面 EM 仿真器，大幅提升复杂精细电路结构的电磁仿

真能力

EM Socket 接口直接集成第三方电磁仿真工具

开放的电路仿真接口，与专业的版图验证 EDA 软件协同 DRC/LVS

仿真

独有的 Xmodels，基于电磁预仿真，非常精确

与 VSS 模块无缝集成，可实现系统和电路同时仿真

快速综合的设计向导，集成了如 Nurhertz 滤波器设计向导、负载牵

引设计向导等

高速 SiP 和模块设计的理想平台

功能特色

典型应用

MMIC: 应用两极放大器

LTCC 应用 : 接收机模块

RFIC 应用 : 移相器

PCB/MIC 应用 : 双波段功率放大器

SI 应用 : 利用多重 PDK 技术对包含多种不同工艺的 MIC 组件建模

未尔是国内领先的综合仿真解决方案供应商，总部位于北京，在国内及海外多个区域设有分支机构。

其产品和解决方案涵盖天线系统和电磁兼容，微波器件和射频电路，无线信道和电波传播，通信和

网络，虚拟和现实等方面，应用上覆盖了航空、航天、船舶、车辆与轨道交通、电子与电信等多个

领域。秉承与客户双赢的信念，未尔以强大团结的研发队伍，先进完善的系列产品，精湛优秀的技

术水平，热忱高效的服务素质，勤奋务实的工作态度，谋求与客户的共同发展。
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